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Abstract of FR2761497 



The invention concerns a method for making an 
electronic device, such as a smart card, 
comprising at least a microcircuit (44) embedded 
in a carrier medium (40) and comprising exit hubs 
(46, 48) connected to interface elements 
consisting of a terminal block (50, 52) and/or an 
antenna, characterised in that the connections 
(54) between the exit hubs (46, 48) and the 
interface elements are produced by depositing, 




by means of a syringe, a conductive substance 
with low viscosity which remains ductile after it 
has been applied. Advantageously, a polymer 
resin charged with conductive or intrinsically 
conductive particles is used. 
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PROCEDE DE FABRICATION D'UNE CARTE A PUCE OU ANALOGUE. 

(5^ L'invention a pour objet un proceed de fabrication d'un 
dispositif electronique, tel qu'une carte a puce, comprenant 
au moins un mlcrocircuit (44) qui est noy6 dans une carte 
support (40) et qui comporte des plots de sortie (46, 48) re- 
lies k des elements d'interface constitu^s par un bornier (50, 
52) et/ou une antenne, caract6ris6 en ce que Ton realise les 
connexions (54,) entre les plots de sortie (46, 48) et les ele- 
ments d'interface par d6pot, au moyen d'une seringue ou 
analogue, d'une substance conductrice a faible viscosity qui 
reste souple aprfcs son application. 

Avantageusement, on utilise une resine polymfcre char- 
ge de particules conductrices ou intrinsfcquement conduc- 
trices. 
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La presente invention concerne la fabrication de dispositifs 
electroniques comportant au moins un microcircuit qui est noye 
dans une carte support et relie a des elements d'interface 
constitues par un bornier et/ou une antenne, tels que les cartes a 
circuit(s) integre(s) avec ou sans contact, aussi appelees cartes 
a puce. 

L'invention s'applique aussi, en particulier, aux etiquettes 
electroniques qui sont utilisees pour 1'identification de produits et 
que Ton peut assimiler a des cartes a puces sans contact . 

La presente invention concerne plus particulierement la 
realisation des connexions entre le microcircuit et les elements 
d'interface, tels que le bornier et/ou une antenne. 

II existe des cartes a puce a contact comportant un bornier 
d'interface, des cartes a puce sans contact comportant une 
antenne logee dans la carte support et des cartes hybrides ou 
combicards comportant un bornier d'interface et une antenne. 

II existe de nombreux procedes de fabrication des cartes a 
puce a contacts. La majorite de ces procedes est basee sur 
I'assemblage de la puce dans un sous-ensemble appele 
micromodule qui est assemble en utilisant des procedes 
traditionnels. 

Un premier procede, qui est illustre a la figure 1, comprend 
tout d'abord le collage de la puce ou microcircuit 20 ("die attach") 
qui consiste a coller une puce 20, provenant d'une plaquette 
tronconnee par sciage, en disposant sa face active avec ses 
plots de sortie 22 vers le haut et en collant la face opposee sur 
une plaque support dielectrique 28 en utilisant une colle qui peut 
etre conductrice, le collage etant realise sur un circuit imprime ou 
sur un film. 

On effectue ensuite le microcablage ou soudage des 
connexions ("wire bonding") qui consiste a realiser par des 
soudures la connexion des plots de sortie 22 de la puce 20 avec 
le bornier de contacts 24 de la plaque de circuit imprime. 

Enfin, on effectue un enrobage en boTtier ("potting") qui 
consiste a proteger la puce 20 et les fils de connexion soudes 26 
en utilisant une resine 30 qui peut etre, par exemple, a base de 
silicone ou de polyurethanne. 



2 



Dans »une variante de ce procede, qui est illustree a la 
figure 2, on utilise un anneau metallique peripherique 32 pour 
rigidifier le micromodule autour de la resine 30. 

Dans une autre variante de ce procede ("flip-chip"), on 
5 utilise une puce a bosses ou protuberances ("bumps") que Ton 
place avec sa face active vers le bas, la connexion electrique 
etant assuree soit par des bosses metalliques ou en polymere, 
soit par un adhesif anisotrope. 

Dans d'autres variantes, on utilise la technique du soudage 
10 sur bande ("tape automated bonding ou TAB"), illustre sur la 
figure 3, selon laquelle la puce 34 est collee au moyen d'une 
colle anisotrope 36 et les differents contacts du film 38 sont 
soudes par thermocompression sur la puce 34 qui comporte des 
bosses 39. 

is II existe aussi des procedes de fabrication des cartes a 

puce a contacts n'utilisant pas de micromodule. Un premier 
procede est base sur ['utilisation de la serigraphie pour former 
des contacts et assurer Interconnexion de la puce. 

Un autre procede fait appel a une metallisation en trois 

20 dimensions du corps de la carte, suivie d'un report de la puce par 
une technologie classique (collage plus microcablage) ou par la 
technique du "flip-chip" decrite ci-dessus. 

Dans les procedes utilisant un micromodule, les couts 
associes sont limites par le prix du film. De plus, il est souvent 

25 necessaire, apres I'operation decapsulation, de fraiser la resine 
pour reduire I'epaisseur de I'ensemble. Cette operation est 
difficile a realiser car la resine est polymerisee et done tres 
rigide. Ce fraisage est la cause principale des rebuts de 
fabrication. 

30 Dans le premier procede sans micromodule decrit ci- 

dessus, ce dernier se trouve en surface et il est done soumis aux 
contraintes exterieures, ce qui augmente fortement le cout 
associe. En ce qui concerne le deuxieme procede sans 
micromodule, le nombre d'etapes est important, ce qui en 

35 augmente le cout. 

II n'est done pas envisageable d'utiliser une telle 
technologie pour la fabrication de cartes a puce de grande taille. 




II existe deux grandes families de procedes de fabrication 
des cartes a puce sans contact. La premiere utilise une antenne 
realisee par bobinage qui est soit soudee a un micromodule 
contenant la puce, soit soudee directement a une puce 

5 comportant des bosses ("bumps"). Une telle technique ne peut 
etre utilisee que pour des puces de fonctionnement simple. 

La seconde famille fait appel a une antenne "a plat" qui, 
peut avoir la forme d'une spirale peripherique rectangulaire ou 
toute autre forme appropriee. Une telle antenne peut etre 

10 realisee par photogravure, decoupe mecanique, impression au 
tampon (tampographie), impression par serigraphie ou 
impression offset d'une encre conductrice. La puce est rapportee 
ensuite sur I'antenne au moyen de la technique "flip-chip" ou 
d'une technique classique. 

15 Dans ces procedes de fabrication de cartes a puce sans 

contact, on utilise la fabrication de micromodules qui, comme 
indique ci-dessus, comporte de nombreuses etapes 
d'assemblage de la puce et implique un cout important, ou la 
technique "flip-chip" dont la cadence est limitee et le cout 

20 d'installation est particulierement eleve. 

En ce qui concerne les cartes a puce hybrides, leurs 
procedes combinent les inconvenients precites pour les cartes a 
puce a contacts et sans contact. 

Le probleme a la base de I'invention est de disposer d'un 

25 procede de realisation des connexions entre un microcircuit et 
les elements d'interface, dans un dispositif electronique (tel 
qu'une carte a puce) comprenant au moins un microcircuit qui est 
noye dans une carte support et qui comporte des plots de sortie 
relies a des elements d'interface constitues par un bornier et/ou 

30 une antenne qui ne presente pas les inconvenients precites et 
qui permet en particulier de reduire le cout et le pourcentage de 
rebuts de fabrication et cela sans realiser des micromodules. 

Le procede selon I'invention est notamment remarquable 
en ce que Ton depose, au moyen d'une seringue ou analogue, 

35 une goutte de substance conductrice a faible viscosite entre 
chaque plot de sortie et Telement d'interface correspondant, 
ladite substance conductrice agissant par polymerisation, 
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comportant -des charges conductrices et restant souple apres sa 
polymerisation. 

Ce procede permet de supprimer la realisation d'un 
micromodule et de reduire le nombre des etapes de fabrication. 
5 De plus, on obtient des connexions souples alors que les 

connexions de type connu sont rigides ou semi-rigides et cela 
reduit fortement le taux de rebut a la fabrication. 

Avantageusement, le bornier est aussi realise par depot de 
substance conductrice a faible viscosite. 
10 Ceci permet de simplifier encore le procede, la realisation 

du bornier et de ses connexions se faisant en une seule 
operation. 

Avantageusement, I'antenne est aussi realisee par depot 
de substance conductrice a faible viscosite. 
is Ceci permet de simplifier la fabrication et d'augmenter les 

performances de I'antenne. 

De preference, la substance est une resine polymere 
chargee de particules conductrices ou intrinsequement 
conductrices. 

20 D'autres caracteristiques et avantages de Tinvention 

apparaitront a la lecture de la description detaillee qui suit pour 
la comprehension de laquelle on se reportera aux dessins 
annexes dans lesquels : 

- la figure 1 est un schema en section transversale qui 
25 illustre un procede connu de fabrication de carte a puce a 

contact ; 

- la figure 2 illustre une variante du procede de la figure 1 ; 

- la figure 3 illustre une autre variante du procede de la 
figure 1 ; 

30 - la figure 4 illustre un premier mode de realisation du 

procede selon I'invention applique a la fabrication de cartes a 
puces a contacts ; 

- la figure 5 illustre une variante du procede de la figure 4 ; 

- la figure 6 illustre un mode de realisation applique a la 
35 fabrication de cartes a puces sans contact ; 

- les figures 7 a 10 illustrent une variante du procede de la 
figure 6 ; 
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- la figure 11 illustre un mode de realisation applique a la 
fabrication de cartes a puces hybrides ; et 

- les figures 12 et 13 illustrent un mode de realisation 
applique a la fabrication d'etiquettes electroniques. 

5 La figure 4 represente une carte a puce a contacts 

fabriquee conformement a un procede selon I'invention. 

Dans une premiere etape, on realise un corps de carte 40 
comportant une cavite 42 qui peut etre realisee par moulage par 
injection ou par colamination de feuilles thermoplastiques suivie 

10 d'un usinage de la cavite. 

Dans une deuxieme etape, on met la puce 44 dans la 
cavite avec sa face active, en particulier ses plots de sortie 46 et 
48, vers le haut et on la fixe par exemple par collage. On peut 
aussi proceder a un chauffage local de la cavite puis a une mise 

15 en place de la puce dans la matiere thermoplastique ainsi 
fondue. II n'est pas necessaire que la face active de la puce soit 
au meme niveau que le fond de la cavite. 

Dans une troisieme etape, on realise le bornier de contacts 
et les connexions avec les plots de sortie 46 et 48 en deposant 

20 une substance conductrice a faible viscosite, par exemple une 
resine polymere chargee de particules conductrices ou 
intrinsequement conductrices, par une technique dite de 
"dispense" selon laquelle on applique une substance liquide ou 
de faible viscosite au moyen d'une seringue ou analogue a debit 

25 et ouverture commandes. 

Cette operation de depot, appelee dans la suite dispense, 
est realisee par exemple au moyen d'une installation 
commercialisee sous la denomination CAM/ALOT par la societe 
americaine Camelot Systems Inc. et utilisee pour la realisation en 

30 ligne de circuits electroniques. Les parametres de deplacement 
et d'ouverture de la seringue sont commandes par un programme 
informatique. 

On realise ainsi des depots de resine conductrice qui 
constituent les contacts 50 et 52 du bornier d'interface de la 
35 carte a puce et les connexions 54 et 56 entre ces contacts 50 et 
52 et les plots de sortie 46 et 48 de la puce. L'epaisseur de ces 
depots peut etre beaucoup plus elevee que par un procede de 




serigraphie,' ce qui permet d'obtenir des sections plus 
importantes et done de faibles resistances de contact. 

Avantageusement, les plots de sortie 46 et 48 comportent 
une metallisation inoxydable, par exemple en nickel, titane ou 
5 tungstene. 

On peut aussi munir ces plots de bosses (bumps) de 
maniere a ameliorer le contact electrique. 

Pour corriger les erreurs de positionnement de la puce, on 
peut prevoir une regulation utilisant une image de la puce fournie 
10 par un systeme de vision assiste par ordinateur (VAO). 

On choisit, de preference, des resines dont la temperature 
d'activation est inferieure a la temperature de ramollissement de 
la matiere thermoplastique du corps de la carte. 

La figure 5 illustre une variante du procede precite dans 
15 laquelle on realise une cavite a deux niveaux, e'est-a-dire une 
cavite 58 presentant un evidement 60 dans son fond. Les 
dimensions de cet evidement sont suffisantes pour recevoir la 
puce 44 et sa profondeur est sensiblement egale a I'epaisseur de 
la puce de telle sorte que la face active de celle-ci se trouve au 
20 niveau du fond 62 de la cavite 58. Grace a cette disposition, on 
evite un deuxieme changement de pente des cordons de resine 
dans la cavite, ce qui facilite le contact de la resine conductrice 
avec les plots de sortie 46 et 48. 

Dans une quatrieme et derniere etape, on realiser une 
25 encapsulation (potting) qui, consiste a proteger la puce en 
utilisant une resine, par exemple a base de silicone ou de 
polyurethanne. 

La figure 6 represente une carte a puce sans contact 
fabriquee conformement a un procede selon I'invention. Elle 

30 comporte une antenne "a plat" constitute par une piste ayant, 
par exemple, la forme d'une spirale rectangulaire disposee a la 
peripherie de la carte comme represente sur la figure 9. 

Dans une premiere etape, on effectue un collage d'une 
puce 64 avec sa face active vers le haut a I'endroit choisi pour la 

35 connexion en utilisant un procede et un equipement classique de 
"die attach" en utilisant une colle 66 permettant un collage sur un 
circuit imprime ou un film. On choisit une colle compatible avec la 
temperature maximale d'utilisation du support de I'antenne, par 
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exemple urr adhesif reticulant sous Teffet d'une exposition a un 
rayonnement ultraviolet. La cadence de cette operation de 
collage peut etre particulierement elevee, par exemple cinq a six 
mille pieces a I'heure avec une seule tete. On s'attachera a 

5 obtenir un conge de colle parfaitement maitrise dans la zone du 
perimetre de la puce situee en regard des plages de connexion 
68 et 70 de I'antenne. 

Dans une deuxieme etape, on realise des connexions' 
electriques 72 et 74 en resine conductrice entre les plots de 

10 sortie 76 et 78 de la puce 80 et les plages de connexion 68 et 70 
de I'antenne. 

Cette deuxieme etape peut aussi etre realisee avec la 
meme cadence elevee de I'etape de collage de la puce. Ces deux 
etapes peuvent etre realisees sur un meme equipement. 

is Selon une premiere variante, I'antenne a plat est realisee 

par une technique de M dispense M et le collage de la puce est 
effectue par la technique de "flip chip" decrite ci-dessus. 

Selon une autre variante illustree sur les figures 7 a 10 , on 
fixe d'abord la puce et on realise I'antenne par une technique de 

20 "dispense' 1 en passant sur la face active de la puce. 

Dans une premiere etape (figure 7), on depose par 
dispense un adhesif isolant 82, par exemple de type epoxy, sur 
un support 84, par exemple en polychlorure de vinyle ou en 
polyethylene, a I'endroit ou on posera ensuite une puce munie de 

25 bosses de contact. 

On pourrait ainsi utiliser des adhesifs destines a la 
technique de "die attach" adaptes au support. 

Dans une deuxieme etape (figure 8), on place une puce 86 
avec sa face active vers le haut sur Tadhesif 82 pour realiser un 

30 collage de type "die attach". Uinteret des bosses de contact est 
d'ameliorer le contact electrique entre les plots de sortie 88 et 90 
de la puce et I'antenne. On procedera eventuellement a une 
isolation des plots de sortie non fonctionnels en deposant un 
vernis dielectrique. 

35 Dans une troisieme etape (figure 9), on realise I'antenne 92 

par une technique de dispense d'une substance conductrice, par 
exemple une encre ou une colle, avec deplacement de la 




seringue en utilisant par exemple I'equipement CAM/ALOT cite 
ci-dessus. 

On voit sur la figure 10 que les extremites 94 et 96 de la 
spirale rectangulaire constituant I'antenne 92 recouvrent, 
5 respectivement, les plots de contacts 88 et 90 de la puce 86. 

Dans une derniere et quatrieme etape, on realise une 
operation de colamination pour terminer la carte. 

La figure 11 represente une carte a puce hybride fabriquee 
conformement a un procede selon ('invention. Dans ce cas, on 
10 combine deux procedes precedemment decrits. 

Dans une premiere etape, on realise un corps de carte 98 
comportant une antenne incorporee 99 comportant deux plots de 
contact 101 et 103. Dans une deuxieme etape, on realise une 
cavite 100 dans le corps de la carte. Dans une troisieme etape, 
is on fixe la puce 102 avec sa face active et ses plots de sortie 104, 
qui comportent de preference une metallisation inoxydable, dans 
la cavite, par exemple par collage. 

Dans une quatrieme etape, on realise le bornier de 
contacts 106 et ses connexions 108 avec les plots de sortie 104 
20 de la puce et les connexions 105 des plots de contact 101 et 103 
de I'antenne avec les plots de sortie 104 en deposant une resine 
conductrice 105 par une technique de dispense. Les plots 104 
peuvent comporter des bosses de contact. 

Les erreurs de positionnement angulaire de la puce 102 
25 peuvent etre corrigees comme decrit ci-dessus en utilisant un 
equipement de vision assistee par ordinateur. 

Dans une cinquieme et derniere etape, on realise 
['encapsulation de la puce. 

L'invention s'applique a la fabrication de tous les dispositifs 
30 electroniques comprenant au moins un microcircuit qui est noye 
dans une carte support et qui comporte des plots de sortie relies 
a des elements d'interface constitues par un bornier et/ou une 
antenne. En particulier, ('invention permet de fabriquer des 
etiquettes electroniques comme represente sur les figures 12 et 
35 13. 

Un support 110 comporte une cavite 112 dans le fond de 
laquelle est realisee une antenne 114. On y fixe ensuite un 
microcircuit 116 avec ses plots de sortie 118 vers le haut. On 




applique une resine conductrice 120 par une technique de 
dispense pour realiser les connexions entre I'antenne 114 et les 
plots de sortie 118 de la puce. On realise ensuite une 
encapsulation avec une resine isolante 122. 

5 On voit que ['invention permet de supprimer la realisation 

d'un micromodule et, en particulier I'operation de fraisage. II en 
resulte de plus que le taux de rebuts de fabrication est tres 
fortement reduit. 

Par ailleurs, le nombre des etapes est reduit, ce qui 

10 simplifie fortement la fabrication et entraine une diminution 
importante prix de revient. Cet effet est encore accru par le fait 
que certaines operations de collage de la puce et de realisation 
des connexions peuvent etre realisees . avec le meme 
equipement. 

15 L'invention n'utilise pas d'equipements couteux, ce qui 

reduit les couts de fabrication. 

La realisation de I'antenne par la technique de dispense 
permet d'obtenir une surface maximale et, par suite, d'augmenter 
les performances de I'antenne par rapport aux antennes 

20 bobinees incorporees classiques. 

L'invention permet de fabriquer, de maniere simple et peu 
couteuse des cartes complexes et de grandes dimensions. 

La realisation des connexions par la technique de 
"dispense 0 d'une substance qui reste souple apres son activation 

25 permet de diminuer la rigidite et d'augmenter considerablement 
la resistance a la flexion-torsion des cartes a puce. Ainsi, les 
cartes a puce fabriques conformement a l'invention ont une tenue 
aux contraintes qui est beaucoup plus elevee que celle imposee 
par les normes actuelles. 

30 L'invention permet d'obtenir, avec un tres faible taux de 

rebut comme on I'a indique plus haut, des cadences de 
fabrication elevees, par exemple de I'ordre de 4000 cartes a puce 
a I'heure. 




REVENDICAT10NS 

1. Procede de fabrication d'un dispositif electronique, tel 
qu'une carte a puce, comprenant au moins un microcircuit (20 ; 
44 ; 80 ; 86 ; 102) qui est noye dans une carte support (24 ; 40 ; 
84 ; 98} et qui comporte des plots de sortie (22 ; 36 ; 46, 48 ; 76, 
78 ; 88, 90 ; 104) relies a des elements d'interface constitues par 
un bornier (28 ; 50, 52 ; 106) et/ou une antenne (70 ; 92 ; 99 ; 
103), caracterise en ce que Ton realise les connexions (54, 56 ; 
72, 74 ; 105 ; 108) entre les plots de sortie (46, 48 ; 76, 78 ; 88, 
90 ; 104) et les elements d'interface par depot, au moyen d'une 
seringue ou analogue, d'une substance conductrice a faible 
viscosite qui reste souple apres son application. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que 
le bornier (106) est aussi realise par depot de substance 
conductrice a faible viscosite. 

3. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce 
qu'une antenne (92) est aussi realisee par depot de substance 
conductrice a faible viscosite. 

4. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 
3, caracterise en ce que la substance est une resine polymere 
chargee de particules conductrices. 

5. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 
3, caracterise en ce que la substance est une resine polymere 
chargee de particules intrinsequement conductrices. 

6. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 
5, caracterise en ce que le depot de substance conductrice a 
faible viscosite est realise avec un deplacement relatif du 
dispositif electronique et de la seringue. 

7. Procede selon la revendication 6, caracterise en ce que 
le deplacement est commande par programme informatique. 

8. Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que 
Ton effectue une correction de position en realisant une saisie 
d'image par uh systeme de visualisation assistee par ordinateur. 

9. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce que 
la temperature d'activation de la substance est inferieure a la 
temperature de ramollissement de la matiere thermoplastique 
constituant le corps de la carte. 




10. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 9, 
caracterise en ce que les plots de sortie comportent une metallisation 
inoxydable. 

11 . Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que le dispositif 
5 est une carte a puce a contacts, en ce que Ton realise un corps de carte (40) 

comportant une cavite (42), en ce que Ton fixe le microcircuit (44) avec sa face 
active vers le haut dans la cavite (42), en ce que Ton realise le bornier (50, 52) 
et les connexions (54, 56) par depot de substance conductrice et en ce que Ton 
realise une encapsulation du microcircuit. 
io 12. Procede de fabrication d'une carte a puce a contacts selon la 

revendication 11, caracterise en ce que le microcircuit comporte des bosses de 
contact. 

13. Procede de fabrication d'une carte a puce a contacts selon la 
revendication 11, caracterise en ce que la cavite (58) presente un evidement 

is (60) dans son fond (62) destine a recevoir le microcircuit (44). 

14. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que le dispositif 
est une carte a puce sans contact ou une etiquette electronique, en ce que Ton 
realise une antenne a plat, en ce que Ton fixe le microcircuit (64) sur la carte 
avec sa face active vers le haut, et en ce que Ton realise les connexions (72, 

20 74) entre les plots de sortie (76, 78) du microcircuit et les plots (68, 70) de 
Tantenne par depot d'une substance conductrice a faible viscosite. 

15. Procede selon la revendication 3, caracterise en ce le dispositif est 
une carte a puce sans contact, ou une etiquette electronique, en ce que Ton 
realise une antenne a plat (92) par depdt d'une substance conductrice a faible 

25 viscosite, en ce que Ton realise des bosses de contact sur le microcircuit et en 
ce que Ton fixe le microcircuit avec sa face active vers le bas. 

16. Procede selon la revendication 3, caracterise en ce que le dispositif 
est une carte a puce sans contact ou une etiquette electronique, en ce que Ton 
depose, au moyen d'une seringue ou analogue, un adhesif isolant (82) sur un 

30 support (84), en ce que Ton colle le microcircuit (86) avec sa face active vers le 
haut, en ce que Ton realise une antenne a plat (92) directement sur le 




microcircuit (86) par depot d'une substance conductrice a faible viscosite, et en 

ce que Ton realise une operation finale de anamination. 

17. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que le dispositif 

est une carte a puce hybride, en ce que Ton realise un corps de carte (98) 
5 comportant une antenne incorporee (99), en ce que I'on realise une cavite 

(100) dans le corps de carte (98), en ce que Ton fixe le microcircuit (102) avec 

sa face active vers le haut dans la cavite, en ce que I'on realise le bornier (106) 

et ses connexions (108) par depot d'une substance conductrice a faible 

viscosite et en ce que Ton realise une encapsulation. 
io 18. Procede de fabrication d'une carte a puce hybride selon la 

revendication 17, caracterise en ce que le microcircuit comporte des bosses de 

contact. 

19. Procede de fabrication d'une carte a puce hybride selon la 
revendication 17, caracterise en ce que le depot d'une substance conductrice a 
15 faible viscosite est realise en corrigeant les erreurs de positionnement 
angulaire du microcircuit au moyen d'un systeme de vision assiste par 
ordinateur. 
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